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Аннотация: В данной работе задачи синтеза адгезивов решаются с использованием 

модельного подхода. Основная идея заключается в использовании высокоуровневых моделей, 

таких как графы потоков данных, которые обеспечивают эффективный автоматизированный 

анализ. Анализ можно использовать для получения характеристик производительности системы 

(таких как совместимость компонентов, пропускная способность и т. д.), оптимизации 

использования ресурсов (например, размеров буфера) и даже для синтеза низкоуровневого кода 

(например, логики управления). Однако эти модели являются лишь абстракциями реальной 

системы и часто упускают важную информацию. В результате результаты анализа могут быть 

защитными (например, слишком большие буферы) или даже неверными (например, слишком 

маленькие буферы). В документе рассматриваются эти ситуации и предлагается надежная и 

уязвимая методология проектирования, в которой используются правильные модели для 

изучения правильного соотношения производительности и ресурсов. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Архитектура аппаратного и программного обеспечения исторически развивалась в сторону 

моделей и языков более высокого уровня. В программном обеспечении языки 

программирования перешли от ассемблера к структурному программированию и объектно-

ориентированному программированию. Дизайн аппаратных средств эволюционировал от схем 

транзисторов и затворов до логического синтеза и высокоуровневого синтеза. Этот 

эволюционный процесс, который иногда называют «повышением уровня абстракции», 

позволяет разработчику сосредоточиться на наиболее важных функциях проекта, скрывая 

детали более низкого уровня. Абстракция необходима для управления постоянно растущими 

размерами и сложностью проектов. 

Хотя проектирование на основе компонентов допускает модульность и повторное 

использование компонентов, интеграция по-прежнему представляет собой специальный 

процесс, которому не хватает строгой методологии, теории и инструментов. В частности, 

разработка необходимой логики связи и управления для соединения блоков — ручной и 

подверженный ошибкам процесс. Интерфейсы этих блоков выявляют низкоуровневые 

артефакты управления и синхронизации, позволяя разработчику создавать системы, которые не 

только реалистичны (т. е. функционально правильны), но и отвечают требованиям 

производительности (например, пропускной способности и ограничениям по пространству). 

Мы называем это проблемой дизайна клея. 

АНАЛИЗ И МЕТОДОЛОГИЯ ЛИТЕРАТУРЫ 

Проблема дизайна клея сложна по нескольким причинам. На теоретическом уровне проблема 

может быть формализована как проблема управления синтезом произведений и их 
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последователей. Однако при этом возникают трудности. Во-первых, клей обычно содержит 

несколько буферов и управляющую логику, которая сама по себе может быть распределена. 

Итак, если мы посмотрим на клей как на синтезируемый контроллер, он представляет собой 

набор компонентов контроллера и децентрализован. Кроме того, некоторые связующие 

компоненты (например, буферы) могут быть параметризованы (например, размер буфера) или 

их можно выбрать из существующей библиотеки компонентов. Также, в целом, клей имеет 

лишь частичную информацию об актерах. Клей может только отслеживать исходные данные и 

контролировать выходные данные. Эти характеристики приводят к трудным и, как правило, 

неразрешимым проблемам с синтезом контроллера. Наконец, требования к замкнутой системе 

сложны, и формальное выражение этих требований — непростая задача. 

ПОЛУЧЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Проблема дизайна адгезива трудно решить непосредственно на уровне HDL или даже на уровне 

FSM из-за описанных теоретических и практических проблем. Именно здесь вступают в игру 

абстрактные модели, такие как SDF. Эти модели распознают эффективные алгоритмы для 

размеров буферов, пропускной способности и других задач, которые можно применять для 

автоматического синтеза клея. Однако, как мы покажем в этом разделе, следует быть 

осторожным, чтобы использование таких абстракций приводило к правильным (т. е. 

правильным) и уязвимым (т. е. не слишком консервативным) результатам. 

Многие потоковые приложения могут быть определены как модели SDF. Модель SDF состоит 

из конечных вычислительных субъектов, связанных между собой направленными ссылками, 

представляющими неограниченные каналы «первым пришел – первым обслужен» (FIFO), 

передающие поток токенов данных. Семантика SDF требует, чтобы количество токенов, 

потребляемых и производимых актером для каждого кадра, определялось точно и заранее. Мы 

ограничиваемся моделями SDF, поэтому каждый актор может иметь не более одного активного 

запуска в данный момент времени. 

ВЫВОД 

Мы представили проблему дизайна клея и предложили методологию для ее решения, 

основанную на абстрактном потоке данных и моделях FSM. Мы определили понятия 

правильности и незащищенности между абстрактными моделями и конкретными аппаратными 

системами и рассмотрели сценарии, в которых эти понятия могут быть нарушены. Вместо этого 

разные модели хороши для разных целей. Понимание ограничений каждой модели является 

важным аспектом проектирования, и наша статья призвана способствовать достижению этой 

цели. 
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